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半导体热阻测试方法，冷热冲击试验报告

测试成本与测试时间成正比，而测试时间取决于测试行为，包括
低速的参数测试和 高速的矢量测试（功能测试）。其中参数测试
的时间与管脚的数目成比例，适量测 试的时间依赖于矢量的数目
和时钟频率。测试的成本主要是功能测试。

半导体测试贯穿设计、制造、封装、应用全过程。从初形成满足
特定功能需求的 芯片设计，经过晶圆制造、封装环节，在终形成
合格产品前，需要检测产品是否符合各种规范。按生产流程分类
。半导体测试可以按生产流程可以分为三类：验证
测试、晶圆测试测试、封装检测。

（1）验证测试：又称实验室测试或特性测试，是在器件进入量产
之前验证设计是否 正确，需要进行功能测试和全面的AC/DC。特
性测试确定器件工作参数的范围。通 常测试坏情况，因为它比平
均情况更容易评估，并且通过此类测试的器件将会在
其他任何条件下工作。

（2）晶圆测试：每一块加工完成后的芯片都需要进行晶圆测试，



他没有特性测试全 面，但必须判定芯片是否符合设计的质量和需
求。测试矢量需要高的故障覆盖率， 但不需要覆盖所有的功能和
数据类型。晶圆测试主要考虑的是测试成本，需要测试
时间小，只做通过/不通过的判决。
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